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Abschirmvorrichtung fiir einen Chuck, entsprechender Chuck und entsprechende

Waferproberanordnung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Abschirmvorrichtung fir einen Chuck, einen entspre-
chenden Chuck und eine entsprechende Waferproberanordnung.

Im Fertigungsablauf bei der Produktion von integrierten Schaltungen werden Funktionstests
(sog. Wafertests) an noch nicht zerteilten Wafern durchgefiihrt, um fehlerhafte integrierte
Schaltungen friihzeitig erkennen und aussondern zu kénnen. Dafiir wird ein zu testender
Wafer in einen Waferprober eingelegt und mittels eines darin befindlichen temperierbaren
Chucks auf eine gewlinschte Testtemperatur gebracht. Wenn sich der Wafer auf der ge-
winschten Testtemperatur befindet, wird mittels einer Kontaktnadelanordnung, die sich an
einem Nadelkopf befindet, eine elektrische Verbindung zu den Kontaktflachen der zu testen-
den integrierten Schaltung erstellt. Der Nadelkopf mit den Kontaktnadeln ist auf einer soge-
nannten Probecard angebracht, welche eine Schnittstelle zwischen einem Testsystem und
dem Wafer (iber die Kontaktnadeln des Nadelkopfes bildet. Ublicherweise ist die Waferpro-
ber-Probecard mechanisch in einem Waferprober verankert und liber einen Kabelstrang mit
einem Testgerat verbunden. Die Waferprober-Probecard besteht tblicherweise aus einer
gedruckten Schaltungsplatte (PCB), an der der Nadelkopf mit den Kontaktnadeln Uiberste-
hend angebracht ist.

Zum Testen lasst sich der Chuck mit dem darauf befindlichen Wafer im Waferprober unter-
halb des Nadelkopfes seitlich und in Hohenrichtung verfahren, damit sémtliche auf dem

Wafer befindlichen integrierten Schaltungen, welche zu testen sind, erreicht werden kénnen.

Derartige Wafertests werden typischerweise im Temperaturbereich zwischen -60 °C und
+300 °C durchgefihrt, in Ausnahmefallen sogar bei noch extremeren Temperaturen ober-
halb bzw. unterhalb des Nullpunkis.

Grundsatzlich bekannt ist die Thematik der Abschirmung des zu testenden Wafers, sei es
gegen Umwelteinflisse von auBBen (elektrische Stérungen, Licht, Feuchtigkeit, etc.), oder sei
es zur bewussten Konditionierung der Wafer Umgebung (Feuchtigkeit, Temperatur, etc.).

Die DE 10 2013 215 781 A1 offenbart eine thermische Abschirmvorrichtung fiir einen
Waferprober mit einer ersten und zweiten warmeleitfahigen Platte, einer zwischen der ersten

und zweiten warmeleitfahigen Platte vorgesehenen strukturierten warmeisolierenden Zwi-
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schenschicht, welche ein Kanalsystem fiir ein Temperierungsfluid ausbildet, welches auf
einer ersten Seite durch die erste Platte und auf einer zweiten Seite durch die zweite Platte
begrenzt ist, einem ersten Einlass fiir das Temperierungsfluid in das Kanalsystem und ei-
nem ersten Auslass fiir das Temperierungsfluid aus dem Kanalsystem, und einer Durchfih-
rungso6ffnung zum Durchfiihren eines auf der Waferprober-Probecard angebrachten Nadel-
kopfes.

Die DE 41 09 908 A1 offenbart eine Anordnung zur Priifung von Halbleiter-Wafern mit einem
Probertisch zur Aufnahme der zu priifenden Halbleiter-Wafer, mit einer Halterung zur Auf-
nahme von Sondenhaltern, wobei der Probertisch innerhalb eines Behélters angeordnet ist,
der nach oben offen ausgebildet ist, wobei der nach oben offene Behalter durch eine Platte
abgedeckt ist, die eine Offnung zur Durchfiihrung von Sonden enthélt, und wobei innerhalb
des Behalters Ausstrémelemente vorgesehen sind, die lber eine Verbindung an eine Quelle
fir Luft, Gas oder dergleichen angeschlossen sind.

Die DE 69 322 206 T2 offenbart eine Wafer-Prifstation mit integrierten Einrichtungen fiir
Erdung, Kelvinverbindung und Abschirmung, umfassend meine Spannvorrichtung zum Hal-
ten einer Testvorrichtung, einen Halter fiir einen elektrischen MeBflhler zum Beriihren der
Testvorrichtung, und einen Positioniermechanismus zum selektiven Bewegen wenigstens
einer Spannvorrichtung und eines Halters hin oder weg von der/dem anderen entlang einer

Heranfiihrungsachse.

Die Spannvorrichtung weist wenigstens separate erste, zweite und dritte, elektrisch leitfahige
Spannvorrichtungselemente auf, die elektrisch gegeneinander isoliert und mit fortschreitend
groBeren Abstanden von dem Halter entlang der Heranfiihrungsachse positioniert sind, wo-
bei die Spannvorrichtung ferner wenigstens eine lésbare, elektrische Verbindereinrichtung
zum lésbaren Aufnehmen eines Kabels von einem Testgerat aufweist, wobei die Verbinder-
einrichtung wenigstens zwei leitfédhige Verbinderelemente aufweist, die elektrisch gegenei-
nander isoliert sind, jedes der Verbinderelemente ineinandergreifend mit einem jeweiligen
anderen der ersten und zweiten Spannvorrichtungselementen elektrisch verbunden und
nicht mit dem dritten Spannvorrichtungselement elektrisch verbunden ist, und wobei jedes
der Spannvorrichtungselemente ferner wenigstens eine Oberflache aufweist, die zu einer

Oberflache eines anderen der Spannvorrichtungselemente gerichtet ist.

Die Spannvorrichtung weist ferner dielekirische, zwischen jeweiligen Oberflachen der jewei-
ligen Spannvorrichtungselemente angeordnete Abstandshalter auf, wobei sich die Ab-
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standshalter lediglich tber geringe Abschnitte der Oberflache erstrecken und dadurch zwi-
schen den gegeniberliegenden Flachen Luftspalte Uber gréBere Abschnitte ihrer jeweiligen
Oberflachen freilassen.

Die EP 2 659 279 B1 offenbart eine Vorrichtung zum elektrischen Hochspannungspriifen
von einem Halbleiterwafer umfassend eine Druckkammer, deren Innenraum Uber eine
Druckgasleitung unter Uberdruck gesetzt werden kann, wobei die Druckkammer an einer
Nadelkarte mit Priifnadeln angeordnet ist, wobei die Druckkammer wenigstens einen Teil
aufweist, der relativ zur Nadelkarte beweglich ist und wobei zwischen der dem Halbleiter-
wafer zugekehrten Stirnflache des beweglichen Teils der Druckkammer und dem Halbleiter-
wafer ein Spalt, in dem ein Luftlager ausgebildet ist, vorgesehen ist.

Das Waferproben kann in zwei Kategorien unterteilt werden, und zwar das sogenannte ana-
lytische Waferproben und das sogenannte Produktions- oder vollautomatische Waferproben.
Beim analytischen Waferproben kommen mehr manuelle und halbautomatische Maschinen
zum Einsatz, da es hier mehr um einen Erkenntnisgewinn als um produktiven Durchsatz
geht, im vollautomatischen Waferproben geht es um Gut/Schlecht-Entscheidung, Durchsatz
und Automatisierung. Schatzungen gehen davon aus, dass es heute ca. 20% analytische
und 80% vollautomatische Waferprober-Anwendungen in der Industrie gibt.

Dementsprechend ist das Marktvolumen fiir das vollautomatische Proben deutlich gréBer.
Keine der bekannten (Abschirm-)Lésungen ist jedoch fiir das vollautomatische Waferproben
auf Produktionsebene brauchbar.

Daher ist der Bedarf an einer gleichwertigen Abschirmungslésung auf Produktionsebene
sehr hoch.

Die bekannte Lésung der DE 69 322 206 T2 ist fiir das vollautomatische Waferproben nicht
anwendbar, da diese zu aufwandig und damit zu teuer ist sowie aus Abschirmelementen
besteht, die in einem vollautomatischen Waferprober nicht einzusetzen sind (z.B. Metall-
Abschirmblenden, die dem Dauerbetrieb in der Produktion nicht standhalten, etc.).

Die bekannte Lésung der DE 41 09 908 A1 erbringt das Problem, das der nach oben ge6ff-
nete Deckel sich wahrend des Probens zwangslaufig unterhalb des zu testenden Wafers
befindet. Ansonsten bestiinde die Gefahr, die sehr teure Priifkarte zu beschédigen. Der zu
testende Wafer ist also in genau dem Moment ungeschitzt, wahrend der Test stattfindet.
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Somit ist die zweite, bekannte Lésung ebenfalls unbrauchbar, um eine komplette Abschir-
mung des Wafers oder eine bewusste Konditionierung des Raumes um den Wafer, zu errei-

chen.

Die bekannte Lésung der EP 2 659 279 B1 erzeugt einen Luftstrom auf der Waferoberfl&-
che, welcher zu thermischen Inhomogenitaten und zu unerwiinschtem Partikeltransport
fihrt. Ebenso beschrankt sich diese Lésung auf einen oder ein paar raumlich nahe beisam-
men gelegene Mikrochips sowie auf die Erh6hung des Umgebungsdruckes, um die elektri-
sche Leitfahigkeit der Luft herabzusetzten. Fir andere Anwendungsfalle einer Abschirmung
oder gar zum Abschirmen eines gesamten Wafers ist dieser Lésungsansatz nicht geeignet.

Aus genannten Griinden haben sich alle bekannten Konzepte daher bis heute nicht im Be-
reich des vollautomatischen Waferprobens etabliert.

Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Abschirmvorrichtung fiir einen Chuck,
einen entsprechenden Chuck und eine entsprechende Waferproberanordnung zu schaffen,
welche produktionstauglich, zuverlassig und wirtschaftlich sind.

Zur Ldsung dieser Aufgabe schafft die vorliegende Erfindung eine Abschirmvorrichtung fiir
einen Chuck geman dem unabhéangigen Anspruch 1, einen Chuck geman dem unabhangi-
gen Anspruch 11 sowie eine Waferproberanordnung geméan dem unabhangigen Anspruch
12.

In den Unteranspriichen finden sich vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des

betreffenden Gegenstandes der Erfindung.

Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Idee besteht darin, dass die Abschirmvor-
richtung mit einer Ringeinrichtung mit einem ersten Ring und einem zweiten Ring ausgestat-
tet ist, welche ein Abschirmvolumen bilden kdnnen. Der erste Ring ist an einer duBBeren Pe-
ripherie von dem Chuck anbringbar, wobei der zweite Ring entlang einer Héhenachse des
Chucks verschieblich zum ersten Ring an dem ersten Ring gelagert ist.

Eine Vorspanneinrichtung ist vorgesehen, welche zum elastischen Vorspannen des zweiten
Ringes gegeniiber dem ersten Ring entlang der Héhenachse (HA) des Chucks dient, so
dass der zweite Ring in dem Chuck im angebrachten Zustand (iber die Oberseite des Chuck

vorsteht. Der zweite Ring weist einen Hohlraum und damit kommunizierende Bohrungen auf,
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wobei der Hohlraum einen Anschluss zum AnschlieBen einer Gasversorgungseinrichtung
aufweist. Uber die Bohrungen mittels der Gasversorgungseinrichtung ist ein Luftlager ge-
genlber einem plattenférmigen Gegenlager oberhalb des zweiten Ringes in Bezug auf die
Hoéhenachse des Chucks erzeugbar, wobei die Vorspanneinrichtung durch das Luftlager
derart komprimierbar ist, dass keine Berlihrung zwischen dem zweiten Ring und dem plat-
tenférmigen Gegenlager auftritt.

Die erfindungsgeméaBe Abschirmvorrichtung fiir einen Chuck, der entsprechende Chuck und
die entsprechende Waferproberanordnung weisen den Vorteil auf, dass sie sich zur Integra-
tion bzw. Nachriistung in handelsiiblichen Waferprobern eignen und leicht montierbar bzw.
demontierbar sind. Weiterhin 1asst sich die erfindungsgemafie Abschirmvorrichtung vor-
zugsweise mit Luft als Arbeitsfluid betreiben, wobei diese Luft auch fiir ein entsprechendes
Chucksystem des Waferprobers verwendet werden kann. Mit anderen Worten ist bei derar-
tigen Waferprobern die Quelle fiir das Arbeitsfluid in Form von Luft bereits vorhanden, und
es missen bei der Integration bzw. Nachriistung lediglich weitere Anschliisse bzw. Rege-

lungsmodule fiir die Abschirmvorrichtung bereitgestellt werden.

Je kleiner die Strukturen auf dem Chip werden, desto sauberer muss die Testumgebung
sein. Im Wafer Frontend gibt es dazu sehr teure ,Super” Reinrdume. Beim Wafertest ist das
nicht tblich (und auch nicht gewiinscht, da sehr teuer). Wenn doch unter besseren Rein-
raum-Bedingungen getestet werden muss, ist Stand der Technik eine sogenannte ,FFU",
Front Filter Unit. Diese hat sehr feine Filter und sitzt vorne (und teilweise hinten) auf dem
Prober. Die Luft wird von groBen Ventilatoren bewegt, wie ein der daraus resultierende Wind
durch den Prober, und ist sehr rein. Das ist natlirlich umsténdlich und hat viele Nachteile
(teuer, groB3, beeinflusst die Temperatur auf dem Chuck negativ). Mit der erfindungsgema-
Ben neuen Abschirmvorrichtung kann das viel eleganter, kosteneffizienter und mit weniger
Nachteilen fir die anderen Parameter realisiert werden. Insbesondere kann ein (leichter),
sehr reiner (gefilterter) Luftstrom in der Abschirmkammer erzeugt werden, so dass durch
den erzeugten Uberdruck keine Partikel eintreten kdnnen, am besten mit gereinigter, gefil-
terter, sehr sauberer Druckluft. Dadurch erspart man sich den Aufwand fiir die besagten
Ventilatoren etc.

Geman einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist der zweite Ring an einer vom Chuck
abgewandten oder dem Chuck zugewandten lateralen Seite des ersten Ringes verschieblich
gelagert, welche im Wesentlichen parallel zur &uBeren Peripherie des Chucks verlauft. Ein
derartiger Aufbau lasst sich einfach realisieren.
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Gemas einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist der zweite Ring in einer Aussparung
des ersten Ringes verschieblich gelagert. Ein derartiger Aufbau ist besonders platzsparend.

Gemas einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist zwischen zweiten Ring und dem ersten
Ring eine im Wesentlichen fluiddichte Gleitlagereinrichtung vorsehen. Dies ermdglicht eine
besonders effektive Abschirmung.

Geman einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die Vorspanneinrichtung eine Fe-
dereinrichtung aufweist, welche sich auf dem ersten Ring und dem zweiten Ring abstiitzt.

Gemas einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die Vorspanneinrichtung eine
pneumatische Hubeinrichtung auf, tber die der zweite Ring gegeniiber dem ersten Ring
anhebbar und absenkbar ist. Dies verbessert die Zuganglichkeit fir einen automatischen
Waferhandler.

Gemas einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist die pneumatische Hubeinrichtung an
dem ersten Ring angebracht und Uber eine Hubstange mit dem zweiten Ring verbunden.

Gemas einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist eine Anschlageinrichtung vorgesehen,
welche eine Verschiebung des zweiten Ringes entlang einer Héhenachse des Chucks zum
ersten Ring begrenzt. Dies sorgt fiir eine stabile Endlage des zweiten Ringes.

Gemas einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist die Anschlageinrichtung verstellbar.
Dies erhéht die Flexibilitat.

Gemas einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist die Ringeinrichtung aus einem elektri-
schen oder magnetischen Abschirmmaterial gebildet ist. Somit kann eine mehrfache Funkti-
onalitat der Abschirmung erreicht werden.

Ausflihrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und in der nachfol-
genden Beschreibung néher erlautert.

Es zeigen:

Fig. 1a) —¢) eine Waferproberanordnung mit einer Abschirmvorrichtung gemas einer ers-
ten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung, und zwar Fig. 1a) als Quer-
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

schnittsdarstellung, Fig. 1b) als Teildarstellung der Draufsicht auf den Chuck
und Fig. 1¢) als Teildarstellung eines Querschnitts durch den zweiten Ring der
Ringeinrichtung;

eine Querschnittsdarstellung einer Waferproberanordnung mit einer Ab-
schirmvorrichtung geman einer zweiten Ausfiihrungsform der vorliegenden

Erfindung;

eine Querschnittsdarstellung einer Waferproberanordnung mit einer Ab-
schirmvorrichtung geman einer dritten Ausfiihrungsform der vorliegenden Er-
findung;

eine Querschnittsdarstellung einer Waferproberanordnung mit einer Ab-
schirmvorrichtung geman einer vierten Ausfiihrungsform der vorliegenden Er-

findung;

eine Querschnittsdarstellung einer Waferproberanordnung mit einer Ab-
schirmvorrichtung geman einer fiinften Ausfiihrungsform der vorliegenden Er-
findung; und

eine teilweise Querschnittsdarstellung einer Waferproberanordnung mit einer
Abschirmvorrichtung geman einer sechsten Ausflihrungsform der vorliegen-
den Erfindung.

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder funktionsgleiche Bestandtei-

le.

Fig. 1a) — ¢) zeigen eine Waferproberanordnung mit einer Abschirmvorrichtung geman einer

ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung, und zwar Fig. 1a) als Querschnittsdar-

stellung, Fig. 1b) als Teildarstellung der Draufsicht auf den Chuck und Fig. 1c) als Teildar-

stellung eines Querschnitts durch den zweiten Ring der Ringeinrichtung.

In Fig. 1 bezeichnet Bezugszeichen 1 einen Waferprober, welcher ein optionales Oberteil 1a

und ein Unterteil 1b aufweist. Bezugszeichen 2 bezeichnet eine Halterung fir eine Probe-

card 5, welche bezliglich des Unterteils 1b aufklappbar bzw. abnehmbar ist und gegeniber

letzterem mittels einer Dichteinrichtung 23 abgedichtet ist. Das Oberteil 1a ist bezliglich der
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Halterung 2 aufklappbar bzw. abnehmbar und gegeniiber letzterer mittels einer Dichteinrich-
tung 3 abgedichtet.

Im Unterteil 1b des Waferprobers 1 befindet sich ein Chuck CH, welcher mittels einer (nicht
dargestellten) Temperierungseinrichtung temperierbar ist. Der Chuck CH befindet sich auf
einem Sockel S, welcher iber eine programmierbare Steuerung in x-, y- und z-Richtung ver-
fahrbar ist, wobei die H6henverstellrichtung bzw. z-Richtung durch die Hohenachse HA des
Chucks definiert ist. Im Unterteil 1b vorgesehen sind elektrische Anschliisse und fluidische
Anschliisse fiir den Chuck CH und den Innenraum |, welche aus Griinden der Ubersichtlich-
keit vorliegend nicht dargestellt sind.

Auf die Oberseite OS des Chucks CH aufgespannt ist ein zu testender Wafer W mit einer

Vielzahl von zu testenden Chips.

In der Halterung 2 aufgehéangt ist die Probecard 5 in Form einer gedruckten Schaltungsplat-
te, z.B. eingeschraubt oder anderweitig befestigt. Die Halterung 2 ist Giblicherweise aus Alu-
minium oder Stahl gefertigt, wie auch die tragenden Teile des Waferprobers 1.

Auf der dem Innenraum | des Waferprobers 1 zugewandten Seite der Probecard 5 befindet
sich ein Nadelkopf 10 mit einer daran angebrachten Nadeleinrichtung 10A zum Kontaktieren
elektronischer Schaltungen auf dem Wafer W. Der Nadelkopf 10 mit der Nadeleinrichtung
10A steht von der Probecard 5 nach unten in den Innenraum | hinein vor.

Auf der dem Innenraum | abgewandten Seite der Probecard 5 befindet sich ein Signallei-
tungsbus SB, iiber den die Testsignale von der Probecard 5 an einen entsprechenden (nicht
dargestellten) Tester weitergeleitet werden.

Unterhalb der Halterung 2 mit der darin eingespannten Probecard 5 vorgesehen ist eine Ab-
schirmvorrichtung 200 gemaf der ersten Ausfihrungsform vorgesehen, die eine Abschirm-
platte 20 aufweist, welche wie der obere Bereich eine Durchgangséffnung 20a fiir den Na-
delkopf 10 mit der Nadeleinrichtung 10A aufweist und welche Uber eine dichtende Befesti-
gungseinrichtung 25 mit dem oberen Bereich verbunden ist.

Weiterhin weist die Abschirmvorrichtung 200 eine zweiteilige Ringeinrichtung 30 auf, die
einen inneren ersten Ring 30a und einen &uBeren zweiten Ring 30b aufweist. Der innere

erste Ring 30a ist fest und im Wesentlichen fluiddicht um den Chuck CH herum an einer
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auBeren Peripherie PP des Chucks CH angebracht, z.B. angeschraubt, und weist einen
Durchmesser auf, der etwas groBer als der Durchmesser des Chucks CH ist.

Der duBere zweite Ring 30b ist zu dem inneren ersten Ring 30a in vertikaler Achse, d.h. in
Hoéhenverstellrichtung z des Chucks CH, verschiebbar angebracht, beispielsweise liber eine
(nicht dargestellte) im wesentlichen fluiddichte Gleitlagereinrichtung.

Zwischen dem inneren ersten Ring 30a und dem auBeren zweiten Ring 30b ist eine elasti-
sche Vorspanneinrichtung vorgesehen, welche bei der ersten Ausfiihrungsform als Feder-
einrichtung FE ausgebildet ist. Die Vorspanneinrichtung bzw. Federeinrichtung FE spannt
den auBeren Ring 30b elastisch in vertikaler Achse, d.h. in H6henverstellrichtung z des
Chucks CH, vor, so dass er Uber die Oberseite des aufgelegten Wafers W in Richtung der
Abschirmplatte 20 Ubersteht.

Die Darstellung in Fig. 1 zeigt den Chuck CH in seiner oberen Endlage, in der die Nadelein-
richtung 10a auf entsprechende Kontakiflachen eines zu testenden Chips des Wafers W
aufgesetzt sind. Diese obere Endlage ist durch die Nadellange und weitere Designparameter
des Nadelkopfes 10 vorgegeben und lasst sich in der Steuerung vorprogrammieren.

Es ist aus Fig. 1 ersichtlich, dass die obere Endlage schwimmend gestaltet ist, was dadurch
erreichbar ist, dass im oberen Teil des beweglichen duBeren zweiten Ringes 30b ein ring-
formiger Hohlraum H mit vielen kleinen Bohrungen B eingebracht ist. Diese Bohrungen B
sind nach oben in Héhenverstellrichtung z des Chucks CH zur Abschirmplatte 20 gerichtet.
Der Hohlraum H ist Giber einen ensprechenden Anschluss A mit einer separaten Luftzu-

fuhreinrichtung LV versehen.

Die von der Luftzufuhreinrichtung LV den Bohrungen B zugefiihrte Luft wirkt wie ein Luftla-
ger LL nach oben hin, welches auf die Abschirmplatte 20 wirkt, welche so gro3 dimensioniert
ist, dass der obere Teil des duBeren zweiten Ringes 30b immer, d.h. in jeder Messposition,
mittels des Luftlagers LL dagegen gedriickt werden kann, wobei die Vorspanneinrichtung
bzw. Federeinrichtung FE entsprechend komprimiert werden kann.

Entsprechend gewahlt bzw. gestaltet ist die Fluiddichtigkeit zwischen dem inneren ersten
Ring 30a und dem auBeren zweiten Ring 30b sowie zwischen dem inneren ersten Ring 30a
und dem Chuck CH.
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Umgekehrt expandiert die Vorspanneinrichtung bzw. Federeinrichtung FE, wenn der Chuck
CH in seine untere Endlage gefahren wird, beispielsweise um einen automatischen Wechsel
des Wafers W durch einen automatischen Handler vorzunehmen.

Somit ist der zu testende Wafer W bis auf den sehr kleinen Luftlagerspalt (Ublicherweise im
pum-Bereich) komplett von der Abschirmvorrichtung 200 umschlossen und damit abge-
schirmt. Das Luftlager LL und die federnde Lagerung des auBeren zweiten Ringes 30b iber
die Vorspanneinrichtung bzw. Federeinrichtung FE erméglichen diese volle UmschlieBung
bei entsprechender Dimensionierung des Verschiebewegs auch bei unterschiedlichen Ar-
beitshdhen des Chucks CH, welche z.B. bei unterschiedlichen Nadelldngen bzw. Bauformen
der Nadeleinrichtung 10A auftreten kdnnen oder durch die kleine, meist 0,5mm lange, verti-
kale Hubbewegung, die notwendig ist, um den Kontakt zwischen Nadeln der Nadeleinrich-
tung 10A und dem Wafer W beim Verfahren zum nachsten Chip zu trennen.

Die Flache der Abschirmplatte 20 um die Probecard 5 herum wird méglichst eben gestaltet.
Die Abschirmplatte 20 hat damit den Vorteil, dass die Gestaltung und vor allem Oberfla-
chenbehandlung an einem kleinen Teil (Abschirmplatte 20) einfacher und wirtschaftlicher zu

gestalten ist also im inneren oberen Bereich des Innenraums |.

Bei bestimmten Designs kann die Abschirmplatte 20 jedoch auch entfallen (vgl. Fig. 2).

Mit Hilfe des Luftlagers LL, das sich gegen diese Abschirmplatte 20 als plattenférmiges Ge-
genlager relativ dicht anschmiegt, kann nun wéhrend des eigentlichen Wafertests um den
Chuck CH herum eine kontrollierte Umgebung erzeugt werden. Dies kann in allen nur denk-
baren Varianten geschehen. Zum Beispiel kann trockene Luft zur Herstellung eines guten
Drucktaupunktens der Abschirmvorrichtung mittels (bei der ersten Ausfiihrungsform nicht
dargestellter, vgl. Fig. 3 und 5) Leitungen zugefiihrt werden, die aber auch der Zufiihrung

von anderen Prozessgasen dienen kénnen.

Eine andere Art der Abschirmung kénnte eine elektrische Abschirmung sein. Die Teile der
Abschirmvorrichtung 200 kénnen aus einem elektrisch leitfahigem Material hergestellt wer-
den. Dadurch kénnen diese auf Shield oder Guard Potential in einer triaxialen Anwendung
gelegt werden. Dies ermdglicht weit stérungsfreiere Messungen als bisher bei relativ groBen
Abschirmvorrichtungen bzw. -kammern, die letztendlich nichts anderes als die Proberau-

Benwande sein konnten.
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Wiederum eine andere Art der Abschirmung ist eine magnetische Abschirmung. Die Teile
der Abschirmvorrichtung 200 kénnen aus magnetisch schiitzendem Material, wie zum Bei-
spiel MU-Metall, herstellt werden. Dadurch kénnen magnetische Stéreinfliisse auf den zu
testenden Wafer W abgeschirmt werden, z.B. das Erdmagnetfeld.

Wiederum eine andere Art der Abschirmung kdnnte eine thermische Abschirmung sein.
Speziell bei Wafertests unter extrem hohen oder tiefen Temperaturen ist die Umgebungsluft
oft ein Storfaktor fiir eine gute Temperaturgenauigkeit, wenn die Temperaturdifferenz zwi-
schen Umgebungsluft und Wafer sehr hoch. Dies kénnte durch Aufheizen oder Abklihlen
des Raumes innerhalb der Abschirmvorrichtung verbessert werden.

Fig. 2 zeigt eine Querschnittsdarstellung einer Waferproberanordnung mit einer Abschirm-

vorrichtung gemas einer zweiten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung.

Bei der zweiten Ausfiihrungsform ist das plattenférmige Gegenlager durch die Innenflache
11b des oberen Bereichs des Unterteil 1b gebildet, so dass die Abschirmplatte 20 entfallt.

Dies ist dadurch realisierbar, dass die Halterung 2' fiir die Probecard 5 im oberen Bereich

des Unterteils 1b im Vergleich zur ersten Ausfiihrungsform unterschiedlich gestaltet ist.

Ansonsten ist die zweite Ausfiihrungsform analog zur ersten Ausfiihrungsform ausgestaltet.

Fig. 3 zeigt eine Querschnittsdarstellung einer Waferproberanordnung mit einer Abschirm-
vorrichtung gemas einer dritten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung.

Die Abschirmvorrichtung 200° der dritten Ausfiihrungsform unterscheidet sich von der Ab-
schirmvorrichtung der ersten und zweiten Ausfiihrungsform. Sie weist eine Ringeinrichtung

30° mit einem ersten Ring 30a’ und einem zweiten Ring 30b* auf.

Am ersten Ring 30a’ und am zweiten Ring 30b’ ist eine Anschlageinrichtung BL in Form von
Stufenprofilen vorgesehen, welche eine Verschiebung des zweiten Ringes 30b‘ entlang einer
Hohenachse HA des Chucks CH zum ersten Ring 30a’ begrenzt.

Durch eine derartige endlagenkontrollierte Bewegung des zweiten Ringes 30b' kann sicher-

gestellt werden, dass es keine unerwiinschte Kollision des zweiten Ringes 30b‘ mit der Pro-
becard 5 bzw. der Abschirmplatte 20 geben kann.

11
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Aufgrund der Anschlageinrichtung BL ist zudem der Anschluss A’ fiir die Gasversorgungs-
einrichtung LV an anderer Stelle am zweiten Ring 30b' angebracht als bei der ersten und

zweiten Ausfiihrungsform.

Ansonsten ist die dritte Ausflihrungsform analog zur ersten Ausflihrungsform ausgestaltet.

Fig. 4 zeigt eine Querschnittsdarstellung einer Waferproberanordnung mit einer Abschirm-
vorrichtung geman einer vierten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung.

Die Abschirmvorrichtung 200" der vierten Ausfiihrungsform unterscheidet sich von der Ab-
schirmvorrichtung der ersten und zweiten Ausfiihrungsform. Sie weist eine Ringeinrichtung

30" mit einem ersten Ring 30a“ und einem zweiten Ring 30b" auf.

Die Abschirmvorrichtung 200" verfiigt Gber eine Vorspanneinrichtung mit einer pneumati-
sche Hubeinrichtung PH, liber die der zweite Ring 30b* gegenliber dem ersten Ring 30a*“
anhebbar und absenkbar ist. Dies l&sst sich beispielsweise durch einen (nicht dargestellten)
Kolben realisieren, welcher mit einem Luftpolster als Federeinrichtung oder einer Federein-
richtung wechselwirkt.

Die pneumatische Hubeinrichtung PH ist an dem ersten Ring 30a" angebracht und Uber eine
Hubstange mit dem zweiten Ring verbunden.

Ansonsten ist die dritte Ausflihrungsform analog zur ersten Ausflihrungsform ausgestaltet.

Fig. 5 zeigt eine Querschnittsdarstellung einer Waferproberanordnung mit einer Abschirm-

vorrichtung gemas einer flinften Ausflihrungsform der vorliegenden Erfindung.

Die Abschirmvorrichtung 200 der fiinften Ausfiihrungsform unterscheidet sich von der Ab-

schirmvorrichtung der ersten und zweiten Ausfiihrungsform. Sie weist eine Ringeinrichtung

30" mit einem ersten Ring 302" und einem zweiten Ring 30b** auf.

Wie bei der zweiten Ausflihrungsform ist eine Anschlageinrichtung MO vorgesehen ist, wel-

che eine Verschiebung des zweiten Ringes 30b’” entlang der Hohenachse HA des Chucks

CH zum ersten Ring 30a" begrenzt.

12
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Die die Anschlageinrichtung MO ist jedoch bei der fiinften Ausfiihrungsform verstellbar. Dies
lasst sich dadurch realisieren, dass die Anschlageinrichtung einen Elektromotor aufweist,

dessen Gehduse als Anschlag dient. Der zweite Ring 30b** weist einen Vorsprung VO auf,
durch den eine von dem Elektromotor drehbare Stange S gleitend gefiihrt ist. Die Stange S
weist an ihrem Ende ein Gewinde auf, das mit einem Gewinde im darunterliegenden Bereich

11

des ersten Ringes 30a™ in Wirkverbindung steht. So lasst sich der Anschlag in seiner Hohe

anheben bzw. absenken und damit die obere Endposition des zweiten Ringes 30b™.

1

Aufgrund der Anschlageinrichtung MO ist zudem der Anschluss A™ fir die Gasversorgungs-

einrichtung LV an anderer Stelle am zweiten Ring 30b** angebracht als bei der ersten und

zweiten Ausfiihrungsform.

Ansonsten ist die dritte Ausfiihrungsform analog zur ersten Ausflihrungsform ausgestaltet.

Fig. 6 zeigt eine teilweise Querschnittsdarstellung einer Waferproberanordnung mit einer

Abschirmvorrichtung gemas einer sechsten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung.

Die Abschirmvorrichtung 200 der fiinften Ausfihrungsform unterscheidet sich von der Ab-
schirmvorrichtung der ersten und zweiten Ausfiihrungsform. Sie weist eine Ringeinrichtung

30" mit einem ersten Ring 30a™" und einem zweiten Ring 30b** auf.

Bei den vorherigen Ausfuihrungsformen ist der zweite Ring an einer vom Chuck abgewand-
ten oder dem Chuck zugewandten lateralen Seite des ersten Ringes verschieblich gelagert
ist, welche im Wesentlichen parallel zur duBeren Peripherie des Chucks verlauft.

1113

Beim der sechsten Ausfiihrungsform hingegen ist der zweite Ring 30b* in einer Aussparung

des ersten Ringes 30a* verschieblich gelagert.

Auch ist der Anschluss A* fir die Gasversorgungseinrichtung LV an anderer Stelle am

zweiten Ring 30b** angebracht als bei der ersten bis flinften Ausfiihrungsform.
Ansonsten ist die dritte Ausfiihrungsform analog zur ersten Ausflihrungsform ausgestaltet.

Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend anhand bevorzugter Ausfiihrungsformen er-
lautert wurde, ist sie nicht darauf beschrénkt, sondern in vielfaltiger Weise modifizierbar.

13



WO 2023/057143 PCT/EP2022/074556

Insbesondere ist die geometrische Form der Abschirmvorrichtung nicht auf eine kreisring-
formige Form beschrankt, sondern kann eine beliebige Geometrie annehmen. Auch sind die
angegebenen Materialien der Abschirmvorrichtung nur beispielhaft und kénnen in breitem

Umfang variiert werden.
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PATENTANSPRUCHE

1. Abschirmvorrichtung (200; 200’; 200”; 200"’; 200””) fiir einen Chuck (CH), mit:

einer Ringeinrichtung (30; 30’; 30”; 30°”; 30””") mit einem ersten Ring (30a; 30a’; 30a”; 30a™;
30a””) und einem zweiten Ring (30b; 30b’; 30b”; 30b™’; 30b””);

wobei der erste Ring (30a; 30a’; 30a”; 30a’’; 30a””) an einer auBeren Peripherie (PP) von

dem Chuck (CH) anbringbar ist und der zweite Ring (30b; 30b’; 30b”; 30b’”; 30b””) entlang
einer Héhenachse (HA) des Chucks (CH) verschieblich zum ersten Ring (30a; 30a’; 30a”;

30a’’; 30a””) an dem ersten Ring (30a; 30a’; 30a”; 30a’’; 30a””) gelagert ist; und

einer Vorspanneinrichtung (FE; PH) zum elastischen Vorspannen des zweiten Ringes (30b;
30b’; 30b”; 30b™’; 30b””") gegeniiber dem ersten Ring (30a; 30a’; 30a”; 30a™; 30a””) entlang
der Hohenachse (HA) des Chucks (CH), so dass der zweite Ring (30b; 30b’; 30b”; 30b™;
30b””) in dem Chuck (CH) im angebrachten Zustand ber die Oberseite (OS) des Chuck
(CH) vorsteht;

wobei der zweite Ring (30b; 30b’; 30b”; 30b™’; 30b””) einen Hohlraum (H) und damit kom-

munizierende Bohrungen (B) aufweist;

wobei der Hohlraum (H) einen Anschluss (A; A’; A”; A”; A””) zum AnschlieBen einer Gas-
versorgungseinrichtung (LV) aufweist; und

wobei Uiber die Bohrungen (B) mittels der Gasversorgungseinrichtung (LV) ein Luftlager (LL)
gegeniiber einem plattenférmigen Gegenlager (20; 11b) oberhalb des zweiten Ringes (30b;
30b’; 30b”; 30b™’; 30b””) in Bezug auf die Hohenachse (HA) des Chucks (CH) erzeugbar ist;

und
wobei die Vorspanneinrichtung (FE; PH) durch das Luftlager (LL) derart komprimierbar ist,
dass keine Beriihrung zwischen dem zweiten Ring (30b; 30b’; 30b”; 30b™’; 30b””’) und dem

plattenférmigen Gegenlager (20; 11b) auftritt.

2. Abschirmvorrichtung (200; 200’; 200”; 200°’) nach Anspruch 1, wobei der zweite Ring
(30b; 30b*; 30b*; 30b*) an einer vom Chuck (CH) abgewandten oder dem Chuck zugewand-
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ten lateralen Seite des ersten Ringes (30a; 30a’; 30a‘; 30a™’) verschieblich gelagert ist, wel-
che im Wesentlichen parallel zur duBeren Peripherie (PP) des Chucks verlauft.

Aussparung (AS) des ersten Ringes (30a‘) verschieblich gelagert ist.

4. Abschirmvorrichtung (200; 200’; 200”; 200; 200””) nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei zwischen zweiten Ring (30b; 30b‘; 30b*) und dem ersten Ring (30a; 30a’;
30a") eine im Wesentlichen fluiddichte Gleitlagereinrichtung vorsehen ist.

5. Abschirmvorrichtung (200; 200’; 200”; 200°”; 200””) nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei die Vorspanneinrichtung (FE; PH) eine Federeinrichtung (FE) aufweist, wel-
che sich auf dem ersten Ring (30a; 30a’; 30a”; 30a™’; 30a””’) und dem zweiten Ring (30b;
30b’; 30b”; 30b™’; 30b””") abstiitzt.

6. Abschirmvorrichtung (200; 200’; 200”; 200°”; 200””) nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei die Vorspanneinrichtung (FE; PH) eine pneumatische Hubeinrichtung (PH)
aufweist, (ber die der zweite Ring (30b*) gegeniiber dem ersten Ring (30a") anhebbar und
absenkbar ist.

7. Abschirmvorrichtung (200; 200’; 200”*; 200”’; 200””) nach Anspruch 6, wobei die pneuma-
tische Hubeinrichtung (PH) an dem ersten Ring (30a; 30a’; 30a”; 30a’”’; 30a””) angebracht
ist und iber eine Hubstange (HS) mit dem zweiten Ring (30b; 30b’; 30b”; 30b™’; 30b””) ver-
bunden ist.

8. Abschirmvorrichtung (200; 200’; 200”; 200”’; 200””") nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei eine Anschlageinrichtung (BL; MO) vorgesehen ist, welche eine Verschie-
bung des zweiten Ringes (30b; 30b’; 30b”; 30b’”’; 30b””) entlang einer Héhenachse (HA) des
Chucks (CH) zum ersten Ring (30a; 30a’; 30a”; 30a’’; 30a””) begrenzt.

9. Abschirmvorrichtung (200; 200’; 200”; 200°; 200} nach Anspruch 8, wobei die An-
schlageinrichtung (MO) verstellbar ist.

10. Abschirmvorrichtung (200; 200’; 200”; 200°”; 200””") nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei Ringeinrichtung (30; 30’; 30”; 30°”; 30”") aus einem elektrischen oder
magnetischen Abschirmmaterial gebildet ist.
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11. Chuck (CH), welcher mit einer Abschirmvorrichtung (200; 200’; 200”; 200””; 200"} nach
einem der vorhergehenden Anspriiche versehen ist oder in den eine Abschirmvorrichtung
(200; 200’; 2007; 200; 200””) nach einem der vorhergehenden Anspriiche integriert ist.

12. Waferproberanordnung mit:

einem Oberteil (1a) und einem Unterteil (1b), wobei das Unterteil (1b) einen Innenraum (1)
aufweist in dem ein Chuck (CH) vorgesehen ist, welcher eine Abschirmvorrichtung (200;
200’; 200”; 200’; 200”’) nach einem der Anspriiche 1 bis 10 aufweist;

einer Probecard (5), welche im oberen Bereich des Unterteils (1b) aufgehangt ist;

wobei auf der dem Innenraum (l) zugewandten Seite der Probecard (5) ein Nadelkopf (10)
mit einer daran angebrachten Nadeleinrichtung (10A) zum Kontaktieren elektronischer
Schaltungen auf einem Testwafer (W) vorgesehen ist, welcher von der Probecard (5) nach

unten in den Innenraum (l) hinein vorsteht;

wobei der Chuck (CH) in lateralen Richtungen (x, y) und in H&henrichtung (z) entsprechend
einer Vielzahl von Testpositionen auf dem Testwafer (W) verstellbar ist; und

wobei die Abschirmvorrichtung (200; 200’; 200”; 200™”; 200””’) derart vorgesehen ist, dass
sie eine Abschirmung der Vielzahl von Testpositionen auf dem Testwafer (W) gewéhrleistet.

13. Waferproberanordnung nach Anspruch 12, wobei eine Innenflache (11b) des oberen
Bereichs des Unterteils (1b) das plattenférmige Gegenlager (20; 11b) fir die Abschirmvor-
richtung (200; 200’; 200”; 200™; 200””) bildet.

14. Waferproberanordnung nach Anspruch 12, wobei an einer Innenflache (11b) des oberen
Bereichs des Unterteils (1b) eine Abschirmplatte (20) (iber eine dichtende Befestigungsein-
richtung (25) mit dem oberen Bereich des Unterteils (1b) verbunden ist, welche eine
Durchgangs6ffnung (20a) fur die Nadeleinrichtung (10A) aufweist; wobei die Abschirmplatte
(20) das plattenférmige Gegenlager (20; 11b) fir die Abschirmvorrichtung (200; 200’; 200”;
200’”; 200””) bildet.
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15. Waferproberanordnung nach einem der Anspriiche 11 bis 14, wobei die Vielzahl von
Testpositionen auf dem Testwafer (W) durch den Chuck (CH) automatisch anfahrbar ist.
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